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) Verfahran zur Hsrstellung efner tragbaren Karte zur In1 



Die Erfindung betrffft ein Verfahran z 
tragbaren Karte (4) zur Informationsverar 
der Karte (4) angaordneten Halblaiter-Chlp (5) und auBere 
AnschluBbereiche (3), die mil den Kontaktterungsnachen (17) 
das Halblaitar-Chips (5) durch ain Leftematz (6) verbundan 
sind. aufweist Dar Halbleitar-Chipt (5) und die auBeren 
AnschluBbereiche (3) warden in einar fensterarrjgen Ausspa- 
rung elnes Kartenkflrpera (2) als EOnhait (1) eingepaflt. deren 
Dicke in etwa der Dicke daa Kartenkorpera (2) entspricht und 
auf daran einer Obarflache da auBeren AnschluBbereiche (3) 
angaordnet sind. Dia Einheit (1) wlrd mlndestans auf airier - 
ihrer Oberflachen mit einer eleklrisch laitenden Schlcht (15) 
versehen, die mit dem den Massekontakt bilderidan auBeren 
AruschluBberelch (3) elektrisch la'tend verbundan wird. 
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PatentansorUche 

1 . Verfahren zur Herstellung einer tragbaren Karte (4) 
zur Informationsverarbeitung, die einen in der Karte (4) 
angeordneten Halbleiter-Chip (5) und auBere AnschluBbe- 
reiche (3), die mit den Kontaktierungsflachen (17) des 
Halbleiter-Chips (5) durch eln Leiternetz (6) verbunden 
sind, aufweist, da durch gekennzeichaet, 
daB der Halbieiter-Chip (5) und die auBeren Anschluflbe- 
reiche (3) in einer .f ensterartigen Aussparung eines Karten- 
kSrpers (2) der aus KartenkSrper (2) und mindestens einer 
Deckfolie (25) besteheride Karte ( 4) als Einheit (1) 
eingepaBt* werden, deren Dicke in etwa der Dicke des Karten- 
kSrpers (2) entspricbt und auf deren einer Oberflache die 
auBeren Anschluflbereiche (3) angeordnet sind, und daB die 
Einheit (1) mindestens auf einer ihrer Oberflachen mit 
einer elektrisch leitenden Schicht (15) versehen vird, die 
mit /den Massekontakt bildenden auBeren AnschluBbereich 
. (3) elektrisch leitend verbunden wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch' ge- 

k e n n z e i c h n e t, daB die Einheit (1) .ganzfl&chig 
mit Ausnahme der Bereiche der auBeren Anschluflbereiche (3)t 
die nicht als Massekontakt dienen, mit einer elektrisch 
leitenden Schicht (15) versehen wird, die mit' dem, den 
Massekontakt bildenden auBeren AnschluBbereich (3) elek- 
trisch leitend verbunden wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 
k.ennzeichnet, daB die elektrisch leitende 
Schicht (15) mit der Rtickseite (16) des Halbleiter-Chips 
(5) elektrisch leitend verbunden v/ird. 
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5 Verfahren zrtr Herstellung einer tr agbaren Karte 
zur Infor mationsverarbeltung 

Die Erf indung betrif f t ein Yerfanren zur Herstellung 
10 einer tragbaren Karte zur Inf ormationsverarbeitung, die 
einen in der Karte angeordneten Halbleiter-Chip und 
auBere AnscnluBbereicne, die. mit den Kontaktierungs- 
flachen des Halbleiterchips. durcn ein Leiternetz" verbun- 
den sind, au£weist. 

15 

Entsprechende tragbare Karten, die beispielsweise die 
Form ttblicher Kreditkarten Oder Scheckkarten aufweisen 
und in deren Halble'itercbip beispielsweise aufier den un- . 
verSnderlicnen persSnlichen Daten des Earteninnabers auch 
20 der Kontostand des Karteninhabers , der sich je nacb 

Buchung bzw. Benutzung der-Kreditkarte, andert, gespeicbert 
1st, sind z. B. aus der DE-OS 22 20 721 und der DE-OS 
26 33 l64bekannt.' 

25 Aus der DE-OS 26 59.573 ist eine .tragbare Karte mit einer 
Anordnung zur Verarbeitung .von elektrischen Signalen, die 
im Inneren der Karte angeordnet ist, und mit auSeren Kon-' 
taktklemmen, die mit der Anordnung durcn ein Leiternetz 
verbunden sind, bekannt, bei der die' Anordnung und das 

30 Leiternetz auf ein und demselben Substrat ruhen, dessen 
Dicke und 'dessen Flacheninbalt relatiy kleiner sind als 
der Flacheninbalt der Karte und bei der die Anordnung in. 
einem Hohlraum der Karte untergebracht ist und die Kon- • 
taktklemmen durch Kontaktbereicfce der Leiter des Netzes 

35 . tiber Aussparungen in der Karte gebildet sind. 

Nte. 1 Gae/27.07.1981 
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Befindet sich die Karte nicht in einem Lesegerat, so 
wist der, in der Karte angeordnete Halbleiter-Chip 
kelne Masseverbindung auf,. so daB bei alien bekannten 
Ausftthrungsf ormen die Gefahr elektrostatischer Auf- 
5 ladungen besteht, die insbesondere bei Verwendung eines 
im MQS-Technik hergestellten Chips, zur Zerstoruhg des 
Halbleiterchips ftihren konnen. Entsprechende elektro- 
statische Aufladungen konnen z. B. durch Beriihrung der 
auBeren AnschluBbereiche auf den Halbleiter-Chip Uber- 
10 tcagen werden. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, bier Abhilfe 
zu schaffen, und ein Verfahreri zur Herstellung einer , 
tragbaren Karte zur Informationsverarbeitung vorzusehen, 
15 das tecnnisch und wirtschaftlich einf ach durcbfUhrbar ist 
und durch das beim spateren Gebrauch. der Karte die Ge- 
fahr des Auftretens elektrostatischer Aufladungen weit- 
gehend vermieden wird. 

20 Diese Aufgabe wird bei einem Verfahreh der eingang ge- 
nannten Art erfindungsgemafl dadurch gelSst, daB der 
Halbleiter-Chip und die auBeren AnschluBbereiche in einer 
fensterartigen Aussparung eines KartenkSrpers als Einheit 
eingepaBt werden, deren Dicke in etwa/des Kartenkorpers 

25 entspricht und auf deren einer OberflSche die auBeren 
AnschluBbereiche angeordnet sind, und daB die Einheit 
mindestens auf einer ihrer Oberflachen mit einer elektrisch 
leitenden Schicht verrehen wird, die mit dem den Masse- 
kontakt bildenden auBeren AnschluBbereich elektrisch 

30. leitend verbunden wird. Durch das Anordnen von Halbleiter- 
Chip und auBeren AnschluBbereichen als separate, in 
eine f ensterartige Aussparung der Karte einpaBbare Ein- 
heit wird die getrennte Herstellung von Karte und Halb- 
leiter-Chip -beinhaltender Einheit ermoglicht. Der 
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empfindliche Teil der Karte kann somit klein gehalten 
werden und die Karte kann aufierhalb des Bereicns der 
den Halbleiterchip enthaltenden Einheit beliebig flexi- 
bel gestaltet werden. Durch die elektrisch leitende . 
5 Oberflachenschicnt, die auf mindestens einer Oberflache 
der Einheit angeordnet wird und die mit dem Massekontakt 
des Halbleiterchips elektrisch leitend verbunden wird, ■ 
wird- die Gefahr statischer Aufladungen, die den Halb- 
leiter-Chip zerstBren kBnnten, erheblich reduziert. 

Es liegt im Rahmen der Erfindung, daB eine verbesserte 
Abschirmung des Halbleiter-Chips dadurch erreicht wird, - 
daB die Einheit ganzflachig mit Ausnahme der Bereiche 
der aufleren AnschluBbereiche, die nicht als Massekontakt 
15 dienen, mit einer elektrisch leitenden Schicht versehen 
wird, die mit dem, den Massekontakt bildenden aufleren 
AnschluBbereich elektrisch leitend verbunden wird. 
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Zum gleichen Zwecke 1st es von Vorteil, daB die elek- 
trisch leitende Schlcht mi* der- RUckseite des Halbleiter- 
Chips elektrisch leitend verbunden wird. 

5 Die Erfindung wird im folgenden anhand der Fig. nSher 
erlautert. Es zeigen: 

Die Fig. 1 ein Ausftlhrungsbeispiel fUr einen Karten- 
korper mit eingepaBter einpaBbarer Einheit 
10 i» Draufsicht, 

die Fig. 2 eine traghare Karte; bei der Uber der in 

Fig. 1 dargestellten, aus KartenkSrp'er und 
einpaBbarer Binheit gebildeten Anordnung 
eine zweite, die AnschluBbereiche aussparende 
15 Deckfolie angeordnet ist, in Drauf sich-fc, 

die Fig. 3 einen Langs schnitt durch ein nach dem er- 

£ indungsgemaflen Verfahrens hergestelltes Aus- 
fuhrungsbeispiel einer einpaBbaren Einheit 
langs der Linie III- III. der Fig. 1, 
•20 die Fig. 4 ausschnittsveise einen Langsschnitt durch die 
als Ausftlhrungsbeispiel in der Fig. 2 ge- 
zeigte Karte langs der Linie IV-IV der Fig. 2 
und 

die Fig. 5 einen Langsscnnitt durch ein weiteres nach 
25 dem erf indungsgemaflen Verfahren hergestelltes 

Ausftlhrungsbeispiel einer einpaBbaren Ein- 
heit langs der Linie III- III der Fig. 1 • 



In den Figuren sind gleiche Elemente mit gleichen Be- 
30 zugszeichen bezeichnet. 
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Das AusfOhrungsbeispiel nach Fig. 1 zeigt einen im 
25 wesentlichen rechteckigen tragbaren Kartenkorper 2, der 
z. B. entsprechend der geltenden europaischen Scheck- 
kartennorm eine Breite von 53;98 + 0,05 mm und eine Lange 
von 85,6 + 0,12 mm aufweist. Die Dieke des.. z. B. aus 
Thermoplastfolie hergestel lten Kartenkorpers 2. betrSgt 
30 beispielsweise 0,5 mm> Der Kartenkorper 2 weist vorteil- 
hafterweise eine f ensterartige Aussparung 21 auf. in die 
die Einheit 1, in der sich e'in Halbleiterchip in Form 
eines Mikropacks befindet, einpaBbar ist. Auf einer Ober- 
flache der Einheit 1 sind mit den Kontaktierungsf lachen 
35 des Halbleiterchips verbundene AnschluBbereiche 3 ange- 
ordnet. 
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' A uf der Unterseite der aus Kartenkdrper 2 und einpaS- 
barer Einbeit 1 gebildeten Anordnung ist e.ne erste Oeck- 
foli. angeordnet, wahrend auf der Oberse.te der aus 
ka rlenkbrper 2 und anpaBbarer Etnh.it 1 bestebenden Anord- 
5 e zueite. die Anscbiuubereiehe 3 aussp.ren d, jD.ee- • 

Jol!. 25 angeordnet ist. Eine entsprechend ausgefuhrte 
■ Karte 4 ist in Draufsicht in der Fig. 2 gez.igt. 

Die AnschluSbereicbe 3 kdnnen bei Durchlauf der Karte *' 
,„ u cb in nicht dargesteUtesLesegerat ""<* n - • 

per in der Einbeit .1 enth.ltene Halbleiterchxp kann bei- 
sple "wei.se Funktionen wie Serien-ZParaUelwandier 
a a e Serienwandier. ScnutzcodespeUher, Vergleichs- 

;;:-vr.;.;:ri:r;:i; u =:rr "» :~- 

, spannung vorgesehen sein. 

Der innere Aufbau der Einheit 1 ist in'der Fig. 3 .die 

1nen QuerS chnitt durch das Ausf Ohrungsbeispiel der Fig. 
einen Quer chni ausg efuhrt. Um insbesondere 

lings der Linie -I zexgt 9 wird der 

Pine aeringe Bauhohe der Karte <v zu 

Halbleitercbip 6 iiTForm eines Hikropacks knntakt.ert . 

material dient vorzugsweise ein 35 . breites boch- 
tenperaturfestes Pplyi.idband 7, das gestanzt und z 
entsprechend den Ka&en eines Super-8-Filn.es nacb 0 N 15851 
per or ert wird. HersteUer und Anwender kcnnen daber fur 



25 



30 



die benotigten Fertigungsanl agen auf die Antriebs- und 
Fordertechnik der Filmindustrie'zuruckgreifen. 

Vor der Montage' der integrierten Schaltungen wird auf 
das Polyimidband 7 eine Kupferfolie aufgeklebt, partiell 
galvanisch verzinnt und so geatzt. daB Leiterbahnen" 6 
und AnschluBpunkte 18 flir die Chips entstehen. 

Nach dem Schneiden des breiten F i lmstreif ens. in vier 
schmale Super-'8-BSnder oder z. B.zwei 16-mm-Bander 
werden die hermetisch versiegelten und mit lotf&higen 
AnschlQssen 17 verseheneri Halbleiterchi ps 5 in-den Film 7 
eingelotet und zusatziich mit einem Lacktropfen als Be- 
rflhrungsschutz abgedeckt. Da die feinen Kupf eranschlQsse 6. 
frei in das Fenster 8 im Polyimidband. 7 hereinragen, sind 
die integrierten Srhaltungen. flexibel .gehaltert und so 
gegen mechanische und thermische Verspannung geschutzt. 
AnschlieBend kann das- so hergestellte Mikropack Stuck f ur 
Stock vom Polyimidband 7 geschnitten werde-n. Bei emer 
Dicke des Chips 5 von o,25 + 0,3 mm liBt sich mittels 
eines Mikropacks ohne Schwierigkeiten eine Gesamtbauhdhe 
fur die Karte 4 von 0,76 ± 0,08 mm. (europaische Scheck- 
kartennorm) und eine gute Flexibilitat der-Einheit 1 
erreichen. 

Die Dicke von Polyimidband 7 und Leiternetz. 6 betrSgt 
typischerweise knapp 0,2 mm, wobei auf das 125 /im dicke 
Polyimidband 7 eine 25 nm dicke Klebersch i cht . dann eine 
35 urn dicke Kupferfolie, die- an ihrer Oberseite mit- einer 
6/im dicken Zinnschicht bedeckt 1st, angebracht wird. 

Urn diese Dicke von etwa 200 pm auf die gewunschte Dicke 
des Kartenkorpers- 2 von 500 ^m zu vergroBern. ist.es von 
Vorteil, die Einheit 1 zu. verdickeri und damit gleich- 
zeitig zu versteifen, wodiirch ein eventueller Bruch des 
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Chips 5 verhindert wird. Oiese Verdickung kann in ein- 
facher Weise dadurch geschehen, daB der Kunststoff- 
zwischentrager 7 auf einer Tragerfolie 9 angeordnet wird, 
die vortei lhafterweise solche* AuBenabtnessungen aufweist, 
5 daB sie in die f ensterartige Aussparung 21 des Karten- 
korpers 2 einpaBbar ist, d. h; in Geometrie und Ab- 
messungen- der Aussparung' 21 entspricht. Die Tragerfolie 
9 kann be i spi el swe i se durch Laminieren (Kleben unter 
Druck und Warine) mit dem Kunststoff zwi schentrager 7 ver- 

•10 bunden werden- Ihre Dicke kann z. B. inklusive einer not- 
wendigen Klebeschicht etwa 300 yum betragen. 

Die Tragerfolie 9 wird vorteilhafterwei se an der Seite 
des KunststoffzwischentrSgers 7, die nicht mi.t dem 

15 metallis'chen Leiternetz 6 versehen ist, angebracht. Als 
Material fur die Tragerfolie 9 konnen Kunststoffe wie 
Epoxidharz, insbesondere glasf aserverstarktes Epoxidharz, 
Hartpapier oder Kapton und Metal le, wie insbesondere 
Messing, aber auch Kupfer, Nickel-Eisen oder Bronze zur 

20 " Anwendung kommen. 

Die Verwendung eines entsprechend dickeren Poly imidbandes 
7 bei der Herstellung des Mikropacks hatte dagegen eine 
. schlechtere Festigkeit zur Folge. 
25 

Um, falls gegebenenfal'ls auch auf der Seite des Kunst- 
stoff zwi schentrageTs 7, auf der das Leiternetz 6 ange- 
ordnet ist, eine weitere Foiie auf laminierf werden soil, 
die Oberflache der Einheit 1 mit den auBeren AnschluB- 

30 bereichen 3 des Le.i.ternetzes 6. abzuschlieBen oder allge- 
mein eine ebene Oberflache der Einheit 1 oder der Karte 4 
■zu schaffen. ist in Wei terentwicklung der Er.findung vor- 
gesehen, die zunSchst eine dem ubrigen Leiternetz 6 ent- 
sprechende Dicke aufweisenden auBeren AnschluBbereiche 3 

35 in.ihrer Dicke zu verstarken. Dies kann in einfacher 
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' „else durcb Auf brings eines metalliscbeo 6ru«<ta.t.rt.U 10 
,„f dem «ls auBeren AnscbloBberelcn vorgesehenen Te.l des 
Leiternetzes 6 erreicht warden. 

Das Aufbringen des Mt.llt.eb.. •r» ? ..t.rul. « *'«»»<*► 
L 5ten. ScbweiBen Oder Kleben erfolgea. Als -t.J Usc*e 
erund.aterUl wird vortellhafterwetse .1. unedles Het.U. 
beispielsweise Nesslng. Federbronze. H«J.l-^»" ^ - 
Kunfer verwendet. Besonders einfach ist das metallische 

^arlal'lO .,«... der b.K.nnt.. ■^^"•""V 
Metbcde auf das Leiteroetz 6 aufzuloten,. da sich dann erne 
Selbstjustierung ergibt. -- 

Die zua Leiternetz 6 hlngewandten 0"»"» rt " 
schen verdict .0 werden durcb Platt.eren ^der ■•»*»-■ 
nische B.h..dl.n. Mt e.ner leitfahigen und ggf. ••««»!»•». 
oberflacbe 22 aus Zinn, Sllber Oder Gold versehen. Wird 
das Leiternetz 6 ,ftW -etalUschen v.rdlek... .0 yer- 

5 Auf die • die auBeren Kontaktbereiche 3 bildenden Ober- 
' c der .etalliscben Verdickungen 10 kann zur rbobung 
d.r VerschUiBfestigkeit und u* eine ^•""^•" t 
niedrigem Obergangswiderstand zu erreichen, ^" e ^ S 

0 P Uttierung Oder .mils eine-s galvanischen Verfahrens. . 
eine weitere .etallische Oberf Uch.n.cblcht 23 aus Gold, - 
Chrom, Nickel oder Silber angebracht werden. 

Die Dicke des metal II schen Grundmateria Is 10. bzw des 
Materials 10 und der Schichten Z2 und Z3 wird so 



35 
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r r r dirt . <a» sie a»s der OberfHcbe' der Kane 4 



so zu verdicken 
herausschauen. 



».f dies* V-eise fle nn,t ea / oH^ auf .eine best i«te Techno- 

„ er in „ere Au.bea depart. 4 Ut ,» der Mg. *. «• .>•." 
, -„„eh.ltt. M ls.. Querschnitt durcK d e K rt. «. Fig 

^ HniP iv- IV zeigt, ausgefUhrt. .Die in ue. a 

» triers « edtspric * r r u a n ; er 9 selt e der aas 

deren auBere Atoessungen ebenfalls denen des IC.rt.nMrp 
2 entsprechen. 

30 \ f a' <•» u.lse'gellngt es, eiae insbesondere NdrmmaBen . 
' U n a ^^Bare UrU berzastened «. ; eine -ene 
OberfUcha aufweist. Karteatr.ger 2 »« «"• 
u „d 26 kunnen aus g.asf aserverstarRtem Epox d ode «. 
■35 Thermoplastkunststof f bestehen und >ltt.l. Lamn.ereo 
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' verbunden werden. Hierbei ist es beim Aufbringen der 
zweiten Deckfolie 25 von Vorteil, die Aussparungen der 
Deckfolie 25, die die AnschluBbereiche 3 aufnehmen solien. 
geringfugig kleiner al-s es der Fiache der AnschluBbereiche 
5 3 entspricht, auszufOhren und die zweite Deckfolie 25 von 
oben auf die AnschluBbereiche 3 bzw. den TragerkQrper 2 
zu pressen, da so die Einhe.it 1 abgedichtet und vor Ver- 
unreinigungen geschOtzt ist. . 

10 Die zwischen erster Deckfolie 26und zweiter Deckfolie .25 
bzw. zwischen den verstarktea AnschluBbereichen 3 und der 
Tragerfolie 9 auftretenden HohlrSume kohnen durch. Ver- 
gieBen oder durch Verspritzen mit - in der Fig. 4 gepunktet 
gezeichnetem - Kunststoff 11 ausgefQllt werden, so daB 
15 die von der Kunststoff oberflache bis zur Kunststoff unter- 
seite gemessene Dicke der Dicke des Kartenkorpers 2 xn 
etwa entspricht. -Als Kunststbf fmater ial kommen Silicon- 
kautschuk, Epoxidharze oder Thermoplaste in Frage. Das 
VergieBen oder Verpressen kann " vor dem Einbau der .Einheit 
in den Kartentrager 2 in einer Form vorgenommen werden. 
Es ist aber auch moglich, die 6uB- oder PreBmasse durch 
eine der Deckfolien 25 oder 26 in den urn den Halbleiter- 
chip 5 herum befindlichen .Hohlraum einzubringen . wegen 
der Flexibilitat des verwendeten Mikropacks ist es 
aber auch" moglich, in einer Ausf Uhrungsform mit offener 
Bauweise den den Halbleiterchip 5 umgebenden Hohlraum 
unausgefQIlt zu lassen. 

Ein weiteres Ausf Ohrungsbeispiel fur die einpaBbare Ein- 
heit 1 in der der Fig; -3 entsprechenden Darstellung- 
zeigt die Fig. 5. Die Anordnung von AnschluBbereichen. 3, 
Leiternetz 6, Kunststoff zwischentrager 7, Tragerfolie 9. 
und Halbleiterchip 5 entspricht der in der Fig. 3gezeig- 
ten Anordnung. Zusatzlich ist diese Anordnung dadurch 
35 versteift, daB an ihrer Unter-seite eine als Bodenfolie 28 



20 



25 



30 
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ausgefQhrte Bodenanordnung. z . B< mittels Laminieren ange-". 
ordnet ist. Die Bodenfolie 28 jst so d imens ion i ert , daB 
sie in die f ensterartige Aussparung 21 einpaBbar ist. 
Die Oberseite der eihpaBbaren Einheit 1 ist zum Abdichten 
5 des urn den Halbleiterchip 5 befindlichen Hohlraums und 
zur Herstellung einer bis a'uf die erhohten AnschluBbere i- 
' che 3 ebenen Oberfl.ache der Einheit .1- mit einer Deckel- 
folie 27 versehen, deren Dicke z. B. in etwa der Dicke 
des Leiternetzes 6 entspricht und die beispielsweise dort 
10 Aussparungen aufweist, wo auf der. Oberf lache • des Kunst- 
stoffzwischentragers 7 das Lei.ternetz 6 angeordnet ist. 

Der um den Halbleiterchip 5 befindliche Hohlraum kann- ent- 
weder frei bleiben oder entsprechend den AusfQhrungen zur , 
15 Fi^- 4 vergossen oder verpreBt werden. 

Die einpaBbare .Einheit 1 nach Fig. 5 wird entsprechend 
' den zur Fig. 4 gemachten .Ausf uhrunge.n in die Aussparuhg 21 
des Kartentragers 2 eingepaBt und an- ihrer Unterseite mit 
20 einer ersten. Deckfolie 26 und an ihrer* Oberseite mit 

einer zweiten Deckfolie 25 versehen und bildet dann die 
erfindungsgetnaBe, eine ebene Oberf llche aufweisende trag- 
bare Karte 4. 
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Befinde-b sich die Karte 2 nicht in einem Lesegerat, 
so weist der Halbleiter-Chip 5 kelne Masseverbindung auf , 
so daB die Gefahr elektrostatischer. Aufladungen be- 
steht, die insbesondere bei Verwendung eines MOS- Chips 
5 zur Zerstorung des. Halbleiterchips 5 fubren kann.. Vm 
• -hier Abhilfe zu schaffen, 1st erfindungsgemSB vorge- 
sehen, auf mindeste'ns elner Oberflache der Einheit 1 
eine elektrisch leitende' Schicht '15 anzuordnen, die- mit 
dem, den Massekontakt bildenden auBeren AiischluBbereich 

10 3 elektrisch leitend verbunden 1st, Dabei kann entweder 
die Unterseite der Einheit 1 ganzflacbig mit der elek- 
trisch leitenden Schicht 15 versehen werden, oder die 
Oberseite der Einheit 1 wird in der Weise' mit einer elek- 
trisch leitenden Schicht versehen, daB lediglich die 

15 Bereiche der auBeren Anschluflbereiche 3, die nicht als 
Massekontakt dienen, von der elektrisch leitenden Schicht 
15 ausgespart sind. 

Die Abschirmung des Haibleiter-Chips 5 wird welter ver- 
20 bessert, wenn die Einheit 1 sowohl an ihrer' Unterseite, 
ganzflSchig, als auch an ihrer Oberseite mit Ausnahme 
der .auBeren AnschluBbereiche 3, die nicht als Massekon- 
takt dienen, mit der elektrisch leitenden Schicht 15 * 
versehen werden und diese elektrisch leitende Schiht 15 
25 -z.B. ttber ein LeiterstQck 35- mit dem Massekontakt 
elektrisch leitend verbunden wird. 

Als elektrisch leitende Schicht 15 kann eine Metallschicht 
aus Aluminium, Messing,. Bronze, Kupfer, Vacon, Nickel, 
30 Cr.-Ni-Blech (V2A) Oder eine Schicht aus metallisiertem 
Kunststoff , deren Dicke insbesondere im Bereich zwischen 
0,1 yum und 5.0 /um gewahlt wird-, vorgesehen sein. 

Eine weitere Verringerung des Aufladungsproblems ist 
35 dadurch zu erreichen, dafl die nicht von aktiven Elem'enten 
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' bedeckte RUckseite 16 des Halbleiter-Cbips 5 ebenfalls 
metallisiert ausgefuhrt 1st und mit dem Massekontakt. 
des Chips 5 elektriscb leitend verbunden 1st. Um dies 
zu erreichen, kann der Haibleiter-Chip 5 in der Weise 
in die Einheit 1 eingebaut werden, daB. die lotfShigen 
Anscblusse 17 des Halbleiter-Cbips 5 nicht vie in der 
Pig. 3 gezeigt von unten sondern von oben an die Au- 
schluBpunkte 18 angelStet werden, der Halbleiter-Cbip 5 
beim Einbau also umgedreht wird. Die in bekannter Veise 
mit einer Metallisierung versebene Ruckseite.16 des 
Halbleiter-Cnips ist dann in einfacber Weise mit dem zum 
Massekontakt fuhrenden Tell des Leitungsnetzes 6 ver- 
bindbar. 

Entsprecbend diesen Ausftlnrungen kann beispielsweise auch 
die Bodenfolie 28 Oder die Deckelfolie 27 oder beiden 
Folien nacb der Fig. 5 aus elektriscb leitendem Material 
hergestellt sein. Wird sine Deckelfolie 27 aus elektriscb 
leitendem Material verwendet, so ist darauf zu achten, 
20 daB die Deckelfolie 27 von den auBeren AnschluBbereichen 

3 die nicbt den Massekontakt bilden, elektriscb iso- 
llerend angeordnet ist. Dies kann z. B. durch Anordnung 
einer in der Dicke der Deckelfolie 27 entsprecbenden 

' Isolierscbicbt / um die entsprecbenden AnscbluSbereiche 
25 . 3 berum bewirkt werden. .. 

In Weiterbildung der Erfindung ist vorgesehen, die Karte. 

4 so herzustellen, daB mindestens eine Oberseite der . 
Karte 4. mit einer elektriscb leitenden Scbicht 20 ver- 

50 bunden ist, die mit dem, den Massekontakt bildenden 

auBeren Anscbluflbereich 3 elektriscb leitend verbunden 
ist. Die elektrisch leitende Schicht 20 kann aus einem 
metallisierten Kunststoff bestehen, der als Deckfolie 
angebracbt wird. 
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Die elektrisch leitende Schicht 1st z. B. in einfacher 
Weise in der Weise zu realisieren, daB die erste Deck- 
f olie 26 und/oder die zwelte Deckf olie 25 aus elektrisch 
leltendem Material hergestellt sind. Beztlglich der Iso- . 
5 lierung der nicht als Massekontakt vorgesehenen auBeren 
' AnschluBber.eiche 3- gilt das ohen Gesagte . 

Die elektrisch leitenden Schichten 15, 20, 25, 26 kSnnen . 

ferner durch Aufdampfen, Aufdrucken- oder bei aktivierten 
10 Polyimid mittels eines galvanischen Verfahrens auf die 

verwendeten Kunststofffolien aufgebracht werden. Vor- 

teilhafterweise-liat die. Metallisierung im Bereich der 

Karte 4 eine Dicke'im Bereich von 0,1 /urn his 50 /um. 

Soli die entsprechende" Metallschicht durchsichtig aus- 
15 geftlhrt sein, so wird ihre Dicke vorteilhafterweise im 

Bereich zwischen 0,01 yum und 1 /urn gewahlt. 

Durch den erf indungsgemafien Aufbau der tragbaren Karte 

4 gelingt es, in wirtschaftlich gunstlger We^se eine den 
20 Halbleiter-Chip 5 und die zum Auflenanschlufl notwendigen 

. auBeren Anschlufibereiche 3 enthaltehde Einheit 1 vorzu- 
• sehen, die. separat von den-Folien 25 und 27 und 

dem KartenkSrper 2 hergestellt und gepriift werden kann, 
wobei die Binheit 1 mit geringem Aufwand mit einer, mit 
25 dem Massekontakt verhundenen eine statische Aufladung 
verhindernden" elektrisch leitenden Schicht versehen 1st., 
und in einfacher Weise zur Karte 4 weiterverarheltet 
werden kann. 

5 Figuren 

3 PatentansprUche 
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